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発行新株式数の確定に関するお知らせ 
 

 平成23年２月23日開催の当社取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行に関し、

海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される

株式数が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

海外引受会社の権利の行使により発行される株式数 30,000,000 株 

 

＜ご参考＞ 

１．公募による新株式発行（海外募集） 

①募集株式の種類及び数 

下記（１）及び（２）の合計による当社普通株式 140,000,000 株 

（１）海外引受会社の買取引受けにより発行される当社普通株式 110,000,000 株 

（２）海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により

発行される当社普通株式 30,000,000 株 

②発行価格 

１株につき 125 円 

③発行価格の総額 

17,500,000,000 円  

④払込金額 

１株につき 119.84 円 

⑤払込金額の総額 

16,777,600,000 円  

⑥増加する資本金及び資本準備金の額 

増加する資本金の額 8,388,800,000 円 増加する資本準備金の額 8,388,800,000 円 

⑦払込期日 

平成 23 年３月 15 日  
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２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 750,487,922 株 （平成 23 年１月 31 日現在） 

海外募集による増加株式数 140,000,000 株  

海外募集後の発行済株式総数 890,487,922 株  

 

３．今回の調達資金の使途 

今回の海外募集による増資の手取概算額合計 16,588,312,000 円については、平成 25 年３月末ま

でに、フィルム・機能樹脂セグメントにおけるフラットパネルディスプレイ、タッチパネル及び太

陽電池バックシート向けの工業用フィルムへの設備投資を主として、産業マテリアルセグメント及

びライフサイエンスセグメントにおける設備投資と併せて合計 150 億円を充当し（なお、セグメン

トごとの配分は、フィルム・機能樹脂セグメント 110 億円、産業マテリアルセグメント 10 億円、

ライフサイエンスセグメント 30 億円とする）、残額を有利子負債の返済に充当する予定です。 

 

 

詳細につきましては、平成 23 年２月 23 日公表の「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」及

び平成 23 年３月８日公表の「発行価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

 

以  上 


